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Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarilar

®| NOT: NOT, Urtininlzt daha iyi kullanmaniza yardimei olacak énemli bilgiler saglar.
DiKKAT, donanim hasari veya veri kaybi olasiligini gésterir ve sorunu nasil 6nleyeceginizi bildirir.

A| UYARI: UYARI, miilk hasari, kisisel yaralanma veya 6liim potansiyeline isaret eder.

© 2017- 2022 Dell Inc. veya bagl kuruluslari. Tim haklar saklidir. Dell Technologies, Dell ve diger ticari markalar, Dell Inc. veya bagl kuruluglarinin ticari
markalaridir. Diger ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir.
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Teknik ozellikler
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e Kasaagirhg

+  Islemci 6zellikleri
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e PSU teknik ¢zellikleri
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¢ Genigletme veriyolu 6zellikleri

e Bellek dzellikleri
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Rakam 1. Sistem boyutlari
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Tablo 1. Boyutlar

Sistem Xa Xb Y Za Za Zb" Zc
(cerceveli) | (cercevesiz
4x35ing 482,0 mm 434,0 mm 42,8 mm 35,84 mm 22,0 mm 733,82 mm 772,67
veya (18,97 inc) (17,08 inc) 168ing) | (141inc) (087ing) | (29.61inc) mm
(30,42
10x2,5ing inc)
8x2,5in¢ 482,0 mm 434,0 mm 42,8 mm 35,84 mm 22,0 mm 683,05 mm 721.91
(18,97 ing) (17,08 ing) (1,68 ing) (1,41ing) (0,87 1ing) (26,89 ing) (28,42
ing)

Kasa agirhgi

Tablo 2. Kasa agirhg:

Sistem Maksimum agirlik (tiim sabit siriiciiler/SSD'ler ile)
PowerEdge R640 21,9 kg
(48,28 Ibs)

Islemci 6zellikleri

PowerEdge R640 sistemi, iki adet 2. Nesil Intel Xeon Olgeklendirilebilir islemciyi ve islemci basina 28 adede kadar cekirdegi destekler.
®| NOT: islemcilerin soketleri calisirken takilabilir degildir.

Sogutma fani ozellikleri

Sogutma fanlari, sistemin galismasi sonucunda aciga ¢ikan isiyr dagitmak Gzere sisteme entegre edilmistir. Bu fanlar iglemciler, genigletme
kartlari ve bellek moddlleri igin sogutma sadlar.

Sisteminiz sekiz adede kadar standart ya da yiksek performansli sogutma fanini destekler.

@ NOT:
.

YUksek performansli fanlar, sogutma faninin Ustindeki mavi bir etiketle tanimlanir.

e Standart ve yUksek performansli sogutma fanlarinin karisik kullanimi desteklenmez.

e Her fan, sistem yonetim yaziiminda ilgili fan numarasi ile listelenmistir. Belirli bir fanda bir sorun olursa, dogru fani sistemdeki fan
numarasina bakarak kolayca bulup degistirebilirsiniz.

PSU teknik ozellikleri

PowerEdge R640 sistem, iki adede kadar AC veya DC gii¢ kaynagi Unitesini (PSU) destekler.

Tablo 3. PSU teknik 6zellikleri

AC

PSU Sinif Is1 dagitimi Frekans Gerilim

(maksimum)
495 W AC Platinum 1908 BTU/sa 50/60 Hz 100-240 V AC, otomatik aralikli
750 W AC Platinum 2891 BTU/sa 50/60 Hz 100-240 V AC, otomatik aralikli
750 W Karma Mod | Platinum 2891BTU/sa 50/60 Hz 100-240 VAC,10A-5A

Teknik 6zellikler




Tablo 3. PSU teknik 6zellikleri (devami)

PSU Sinif Is1 dagitimi Frekans Gerilim
(maksimum)

750 W AC Titanium 2843 BTU/sa 50/60 Hz 200-240 V AC

750 W Karigik Platinum 2891 BTU/sa 50/60 Hz 100-240 V AC

Mod HVDC (sadece

Cin'de)

750 W Karma Mod | Yok 2891 BTU/sa 50/60 Hz 240V DC,45 A

DC (sadece Cin'de)

1100 WDC Yok 4416 BTU/sa 50/60 Hz —(48-60) V DC

1100 W Kariglk Mod | Platinum 4100 BTU/sa 50/60 Hz 100-240 V AC ve 200-380 V DC

HVDC (sadece Cin

ve Japonya'da)

100 W AC Platinum 4100 BTU/sa 50/60 Hz 100-240 V AC

1600 W AC Platinum 6000 BTU/sa 50/60 Hz 100-240 V AC

1600 W AC Titanum 5970 BTU/sa 50/60 Hz 200-240 V AC

@ NOT: 1100 W AC veya HVDC PSU'lu sistem 100 ila 120 V arasl ¢aligiyorsa PSU basina gtc degeri 1050 W'a iner.
@ NOT: 1600 W PSU'lu sistem 100 ila 120 V arasl ¢alisirsa, PSU basina gti¢ dederi 800 W'a iner.
@ NOT: Isi dagitimi PSU’nun Watt degeriyle hesaplanrr.

@ NOT: Ayrica bu sistem fazdan faza gerilimi 230 V degerini gegmeyen BT gug¢ sistemlerine baglanacak sekilde tasarlanmistir.

@ NOT: 1600 W ve Uzeri i¢in siniflandinimis PSU'lar, kapasitelerini kargilamak igin yiksek gerilim hattina (200-240 V) ihtiyag duyar.

Sistem pil ozellikleri

PowerEdge R640 sistem, CR 2032 lityum digme sistem pilini destekler.

Genisletme veriyolu ozellikleri

PowerEdge R640 sistem, sistem genisletme karti yUkselticileri kullanilarak takilan PCl express (PCle) 3. nesil genisletme kartlarini destekler.
Bu sistem 1A, 2A, 1B ve 2B genigletme karti yikselticilerini destekler.

@ NOT:

e Genigletme karti yUkseltici yuvalan calisirken takilabilir degildir.

e Dahili kablo konektorleri galisirken takilabilir degildir.

Bellek ozellikleri

Tablo 4. Bellek 6zellikleri

DIMM tipi 3th:e5i Ealra":itesi — Tek i§lemcil . Cift i§lemcile.:r
inimum RAM | Maksimum RAM | Minimum RAM Maksimum RAM
512 GB 512 GB 6TB 1024 GB 12TB
LRDIMM Sekiz agamall | 256 GB 256 GB 3TB 512 GB 6TB
128 GB 128 GB 15TB 256 GB 37TB

6
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Tablo 4. Bellek 6zellikleri (devami)

Depolama denetleyicisi ozellikleri.

PowerEdge R640 sistemi sunlari destekler:

e Dahili depolama denetleyici kartlari: PowerEdge RAID Denetleyicisi (PERC) H330, H350, HBA350i, H730P, H740P, H750 (yalnizca

adaptér), Software RAID (SWRAID) S140.

e Boot Optimized Storage Subsystem: HWRAID 2 x M.2 SSD 240 GB, 480 GB.
o Kart iki adede kadar 6 Gb/sn M.2 SATA sUrlcusunt destekler. BOSS adaptér karti, PCle gen 2.0 x2 seritlerini kullanan, yalnizca

dusUk profil ve yari yikseklik form faktoérinde bulunan bir x8 konnektériine sahiptir.

Harici PERC (RAID): H840

e 12 Gb/sn SAS HBA'lar (RAID olmayan):

o Harici - 12 Gb/sn SAS HBA (RAID olmayan), HBA355e (yalnizca adaptér, RAID olmayan)

o Dahili - HBA330 (RAID olmayan), HBA350i (RAID olmayan)
NOT: Mini PERC soketi galisirken takilabilir degildir.

®

DIMM tipi DIMM DIMM Tek islemci Cift islemciler
derecesi kapasitesi | Minimum RAM | Maksimum RAM | Minimum RAM Maksimum RAM
Dort agsamall | 64 GB 64 GB 768 GB 128 GB 1,5TB
Tek asamall |8 GB 8GB 96 GB 16 GB 192 GB
16 GB 16 GB 192 GB 32 GB 384 GB
RDIMM
Ciftasamall |32 GB 32 GB 384 GB 64 GB 768 GB
64 GB 64 GB 768 GB 128 GB 1536 GB
NVDIMM- Tek asamall |16 GB Tek islemciyle Tek islemciyle RDIMM: 192 GB RDIMM: 384 GB
N desteklenmez | desteklenmez NVDIMM-N: 16 GB | NVDIMM-N: 192 GB
RDIMM: 64 GB | RDIMM: 384 GB RDIMM: 128 GB LRDIMM: 1536 GB
YOK 128 GB
PMem: 128 GB PMem: 768 GB PMem: 128 GB PMem: 1536 GB
YOK YOK RDIMM: 192 GB LRDIMM: 1536 GB
PMem YOK 256 GB
YOK YOK PMem: 2048 GB PMem: 3072 GB
YOK YOK RDIMM: 384 GB RDIMM: 1536 GB
YOK 512 GB
YOK YOK PMem: 4096 GB PMem: 6144 GB
@ NOT: 8 GB RDIMM ve NVDIMM-N karigtirimamalidir.
@ NOT: NVDIMM-N destekleyen tim yapilandirmalar i¢in en az iki CPU gereklidir.
@ NOT: PMem, RDIMM'ler ve LRDIMM'ler ile karigtirilabilir.
@ NOT: DDR4 DIMM Tiplerinin (RDIMM, LRDIMM), kanal iginde, tUmlesik bellek denetleyicisinde, sokette veya soketler arasinda
karigtirimasi desteklenmez.
@ NOT: x4 ve x8 DDR4 DIMM'ler bir kanal icinde karma kullanilabilir.
@ NOT: Intel PMem calisma modlarinin (App Direct, Memory Mode) soket iginde veya soketler arasinda karistiriimasi desteklenmez.
@ NOT: DIMM yuvalari ¢aligirken takilabilir degildir.

@ NOT: PERC H750, H350 ve HBA350i kartlari, 4x3,5 + 2x2,5 ¢ift PERC, 10x2,5 + 2x2,5 ¢ift PERC veya x10 NVMe yapilandirmalarinda

desteklenmez.

Teknik 6zellikler
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Suructler

Sabit siiruicu teknik ozellikleri

PowerEdge R640 sunlari destekler:

e Sistemin arka kisminda on adede kadar 2,5 ing, ¢aligirken takilabilen SAS, SATA, SAS/SATA SSD, NVMe (8 adede kadar) veya Nearline
SAS sabit strticu ile en fazla 2 x 2,5 ing, calisirken takilabilen SAS, SATA, SAS/SATA SSD, NVMe veya Nearline SAS sabit strtci
desteklenir

Sekiz adede kadar 2,5 in¢ galisirken degistirilebilir SAS, SATA, SAS/SATA SSD veya Nearline SAS sabit strtici

Sistemin arka kisminda doért adede kadar 3,5 ing, galisirken takilabilir sabit siirticu ile 2 adede kadar 2,5 ing, ¢alisirken takilabilir SAS,
SATA, SAS/SATA SSD veya Nearline SAS sabit strtict desteklenir

Optik surucu

Sistemin bazi yapilandirmalari bir adet istege baglh SATA DVD-ROM sirtict veya DVD+/-RW siricu destekler.

®| NOT: Optik strtct hem 4 x 3,5 hem de 8 x 2,5 in¢ sabit sUrlcllu sistemlerde desteklenir.

Baglanti noktalari ve konektorlerin ozellikleri

USB baglanti noktalari

Tablo 5. USB baglanti noktasi 6zellikleri

Sistem On panel Arka panel Dahili
Dort adet sabit strtict Bir adet 4 pimli, USB 2.0 uyumlu iki adet 9 pimli USB 3.0-uyumlu | Bir adet 9 pimli, USB 3.0 uyumiu
sistemler baglanti noktasl baglanti noktasi baglanti noktasi

Bir adet 5 pimli mikro USB 2.0 uyumlu | Yok Yok

baglanti noktasi

(D| NOT: On paneldeki mikro USB 2.0
uyumlu baglanti noktasi sadece bir
iDRAC Direct veya bir yonetim
baglanti noktasi olarak kullanilabilir.

Sekiz adet sabit strucu Bir adet 4 pimli, USB 2.0 uyumlu iki adet 9 pimli USB 3.0-uyumlu | Bir adet 9 pimli, USB 3.0 uyumlu

sistemler baglanti noktasi baglanti noktasi baglanti noktasi

(D|NOT:4x 3,5 ve8x25ing
sabit sUrlcl sistemler icin 6n
panelde bir adet istege bagli
USB 3.0 uyumlu baglanti

noktasi.
Bir adet 5 pimli mikro USB 2.0 uyumlu | Yok Yok
baglanti noktasi
On adet sabit sUricu Bir adet 4 pimli, USB 2.0 uyumlu iki adet 9 pimli USB 3.0-uyumlu | Bir adet 9 pimli, USB 3.0 uyumlu
sistemler baglanti noktasi baglanti noktasi baglanti noktasl
Bir adet 5 pimli mikro USB 2.0 uyumlu | Yok Yok

baglanti noktasi

8 Teknik 6zellikler



NIC baglanti noktalari

PowerEdge R640 sistem, arka panel zerindeki, agadidaki yapilandirmalarda kullanilabilen dért adet A§ Araylz Denetleyicisi (NIC) baglant
noktasini destekler:

e 10, 100 ve 1000 Mb/sn'yi destekleyen dort RJ-45 baglanti noktasi

e 100 M, 1G ve 10 Gb/sn'yi destekleyen dort RJ-45 baglanti noktasi

e iki baglanti noktasinin maksimum 10 Gb/sn'yi, diger iki baglanti noktasinin ise maksimum 1 Gb/sn'yi destekledigi dort adet RJ-45
baglanti noktasi
En fazla 1 Gb/sn'yi destekleyen iki adet RJ-45 baglanti noktasi ve en fazla 10 Gb/sn'yi destekleyen 2 SFP+ baglanti noktas!.
En fazla 10 Gb/sn'yi destekleyen dort adet SFP+ baglanti noktasi

e En fazla 25 Gb/sn'yi destekleyen iki adet SFP28 baglanti noktasi

@| NOT: En fazla tig PCle eklenti NIC karti takabilirsiniz.

®| NOT: NDC yuvasi ¢aligir durumda takilabilir degildir.

Seri baglanti noktasi

PowerEdge R640 sistem arka panelde bir adet seri baglanti noktasini destekler. Bu baglanti noktasi 9 pimli bir konnektordir ve Veri
Terminal Ekipmani (DTE), 16550 ile uyumludur.

®| NOT: Seri baglanti noktasi galisir durumda takilabilir degildir.

VGA baglanti noktalari

Video Grafik Dizisi (VGA) baglanti noktasi, sistem bir VGA ekrana baglamanizi saglar. PowerEdge R640 sistem, sistemin 6nlinde ve
arkasinda 15 pimli bir adet VGA baglanti noktasini destekler.

®| NOT: VGA baglanti noktalari ¢aligirken takilabilir degildir.

Video ozellikleri

PowerEdge R640 sistemi, 16 MB video karesi arabellegine sahip timlesik Matrox G200eW3 grafik denetleyicisini destekler .

Tablo 6. Desteklenen video coziiniirliigii secenekleri

Resolution (Coziiniirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
640 x 480 60, 70 8,16, 32
800 x 600 60, 75, 85 8,16, 32
1024 x 768 60, 75, 85 8,16, 32
1152 x 864 60, 75, 85 8,16, 32
1280 x 1024 60, 75 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

IDSDM veya vFlash karti

PowerEdge R640 sistemi, Dahili Cift SD modultnt (IDSDM) ve vFlash karti destekler. 14. nesil PowerEdge sunucularinda, IDSDM ve vFlash
kart tek bir modul olarak birlestirilmistir ve asagidaki segeneklerle kullanilabilir:

e VFlash veya
e VFlash ve IDSDM

Teknik 6zellikler 9



IDSDM/vFlash karti Dell markall bir PCle x1 yuvasinda USB 3.0 arayUz kullanilarak ana bilgisayara baglanabilir. IDSDM/vFlash moddild,
IDSDM igin iki MicroSD karti, vFlash igin bir karti destekler. IDSDM igin MicroSD kart kapasitesi 16, 32 veya 64 GB; vFlash icin MicroSD kart
kapasitesi ise 16 GB'dir. IDSDM veya vFlash modult IDSDM veya vFlash 6zelliklerini tek bir modulde birlegtirir.

@ NOT: Yazma korumasi icin IDSDM/vFlash kartta iki DIP anahtari vardir.

@ NOT: Bir IDSDM kart yuvasi yedeklilik igin ayrilmistir.

@ NOT: IDSDM/vFlash ile yapilandiriimis sistemlerle iligkili Dell markall MicroSD kartlarinin kullanilimasi énerilir.

@ NOT: IDSDM ve vFlash yuvasi galisirken takilabilir degildir.

Cevre ozellikleri

Cevresel Veri Sayfasina bakin.

Tablo 7. Sicaklik spesifikasyonlari

NOT: Cevre sertifikalarl hakkinda ek bilgi icin www.dell.com/poweredgemanuals adresinde bulunan Kilavuzlar ve Belgelerde Uriiniin

Sicakhk

Ozellikler

Depolama

—40°C ila 65°C arasi (—40°F ila 149°F arasi)

Surekli Calisma (950 metre veya 3117 fit'ten az
yUkseklikler igin)

Ekipman dogrudan giines isigina maruz kalmadan, 10 ©C ile 35 °C (50 °F ile

95 ©F) arasinda.

@ NOT: Sekiz adet 2,5 in¢ islemcisi, dogrudan takilan PCle SSD surtcusu
ve (¢ adet PCle yuvall kasasl olan sistemlerde maksimum 205 W, 28
cekirdekli islemci desteklenmektedir.

@ NOT: Belirli yapilandirmalarda ortam sicakligi kisitlamalari olabilir. Daha
fazla bilgi icin Ortam sicakli§ sinirlamalari bélimane bakin.

Temiz hava

Temiz hava ile ilgili bilgi icin, bkz. Genisletiimis Isletim Sicaklig balumd.

Maksimum sicaklik gegisi (¢calisma ve saklama)

20°C/sa (68°F/sa)

Tablo 8. Bagil nem 6zellikleri

Bagil nem Ozellikler

Depolama Maksimum nem noktasinda 33°C (91°F) sicaklikta %5 ila %95 RH arasinda.
Atmosfer daima yogunlagsmayan olmalidir.

Calisma 29 °C (84,2 °F) maksimum ¢iy noktasinda %10 ila %80 bagil nem.

Tablo 9. Maksimum titresim 6zellikleri

Maksimum titresim

Ozellikler

Calisma

5 Hz - 350 Hz degerlerinde 0,26 G5 (tUm galisma yonelimlerinde)

Depolama

10 Hz - 500 Hz degerlerinde 15 dakika igin 1,88 G (alti kenarin timu test
edilmigtir).

Tablo 10. Maksimum sarsinti 6zellikleri

Maksimum sarsinti

Ozellikler

Calisma 6 G'nin pozitif ve negatif x,y ve z eksenlerinde 11 ms'ye kadar art arda
uygulanan alti sok atimi.
Depolama 2 ms'ye kadar 71 G'lik pozitif ve negatif x, y ve z eksenlerinde (sistemin her

tarafinda tek darbe) art arda uygulanan alti sarsinti darbesi.

10 Teknik 6zellikler



https://www.dell.com/poweredgemanuals

Tablo 11. Maksimum yiikseklik 6zellikleri

Maksimum irtifa

Ozellikler

Calisma

3048 m (10.000 ft)

Depolama

12.000 m (39.370 fit)

Tablo 12. Calisma sicakligini azaltma teknik 6zellikleri

Calisma sicakhgini azaltma

Ozellikler

35°C (95°F)'e kadar

Maksimum sicaklik 950 m (3,117 fit) Uzerinde 1 ©C/300 m (1 °F/547 fit)
oraninda dusuraldr.

35°C ila 40°C (95°F ila 104°F)

Maksimum sicaklik 950 m (3.117 fit) Gzerinde 1 ©C/175 m (1 °F/319 fit)
oraninda dusurdldr.

40°C ila 45°C (104°F ila 113°F)

Maksimum sicaklik 950 m (3.117 fit) Gzerinde 1 ©C/125 m (1 °F/228 fit)
oraninda dusuruldr.

Standart calisma sicakhgi

Tablo 13. Standart calisma sicakligi teknik 6zellikleri

Standart calisma sicakhg:

Ozellikler

Surekli Calisma (950 metre veya 3117 fit'ten az

yUkseklikler igin)

Ekipman dogrudan guines isigina maruz kalmadan, 10 ©C ila 35 °C (50 °©F ila
95 ©F) arasinda.

Genisletilmis calisma sicakligi

Tablo 14. Genisletilmis calisma sicakhgi 6zellikleri

Genisletilmis calisma sicakhgi

Ozellikler

yillik calisma saatlerinin < %10'u

29°C ciy noktasi ile %5 ila %85 bagil nemde 5°C ila 40°C.

(D|NOT: Standart calisma sicakliginin diginda (10°C - 35°C), sistem yillik
calisma saatlerinin en fazla %10'u igin en az 5°C'de veya en fazla
40°C'de calisabilir.

35°C-40°C arasi sicakliklar icin, 950 m tzerinde maksimum izin verilen
sicakligi her 175 metrede 1°C dasUrun (319 fit basina 1°F).

yillik calisma saatlerinin < %1'i

29°C c¢iy noktasl ile %5 ila %90 bagil nemde -5°C-45°C.

(D|NOT: Standart calisma sicakliginin diginda (10°C-35°C), sistem yillik
calisma saatlerinin en fazla %1'i igin en az -5°C'de veya en fazla 45°C'de
calisabilir.

40°C ve 45°C arasi sicakliklarda, 950 m Uzerinde maksimum izin verilen
sicaklig her 125 metrede 1°C dusurin (228 fit bagina 1°F).

®| NOT: Genigletiimis galisma sicakligi araliginda galistirildiginda, sistem performansi etkilenebilir.

®

raporlanir.

NOT: Genigletimis ¢alisma sicakligi araliginda galistiridiginda, ortam sicakligi uyarilari LCD panelde ve Sistem Olay Gunligt'nde

Genisletilmis calisma sicakhgi kisitlamalari

e 5°C'nin altinda ilk ¢alistirma yapmayin.
[ ]

Belirlenen calisma sicakligi en fazla 3050 m yukseklik igindir (10.000 fit).
150 W/8 C, 165 W/12 C ve daha yiksek watt'll islemci (TDP > 165 W) desteklenmez.

Teknik 6zellikler 1"




Fazlalik guc kaynagi Unitesi gereklidir.
Dell yetkisi olmayan cevre kartlari ve/veya 25 W'den daha yUksek cevre kartlari desteklenmez.
NVDIMM-N'ler desteklenmez.

PMem'ler desteklenmez.

GPU desteklenmez.

PCle SSD desteklenmez.

Arkaya takilan surlcuUler desteklenmez.
Teyp yedekleme birimi desteklenmez.

Termal kisitlamalar

Asagidaki tabloda verimli sogutma icin gereken yapilandirmalar listelenmigtir.

Tablo 15. Termal kisitlamalar yapilandirmasi

Yapilandirma

islemci
adedi

Is1 emici

islemci/DIMM
dolgu eki

DIMM
dolgu eki

Maksimum DIMM
kapagi sayisi

Fan

sabit strdcller

PowerEdge
R640 (2,5in¢

CPU <165 W igin bir
adet 1U standart isI
emici

Gerekli degil

CPU=200/205 W ve
150 W/165 W FO* igin
bir adet 1U 2 borulu s
emici

Gerekli

x 10)

CPU <165 W igin iki
adet 1U standart isi
emici

CPU=200/205 W ve
150 W/165 W FO* igin
iki adet 1U 2 borulu 1s
emici

Gerekli degil

islemci 1icin
gerekli

11 adet kapak

Bes adet standart fan

Sekiz adet yiksek
performansli fan

Sekiz adet standart fan

Gerekli

22 adet kapak

Sekiz adet yiksek
performansl fan

PowerEdge
R640 (2,5 ing
sabit srlcu x 2

10 NVMe
surdci)

CPU <165 W icin iki
adet 1U standart Isi
emici

CPU=200/205 W ve
150 W/165 W FO* igin
iki adet 1U 2 borulu 1sI
emici

Gerekli degil

Gerekli

22 adet kapak

Sekiz adet yUksek
performansli fan

PowerEdge
R640

(2,5 ing sabit
sUrdcd x 8)

CPU <165 W igin bir
adet 1U standart isI
emici

Gerekli degil

CPU=150 W/165 W
FO* icin bir adet 1U 2
borulu I1si emici

CPU=200/205 W igin
bir adet 1U 2 borulu isi
emici

Gerekli

(3,5 ing sabit
slrict x 4)

CPU <165 W igin iki
adet 1U standart Isi
emici

Gerekli

CPU=150 W/165 W
FO icin iki 1U 2 islem
kanalli 1sI emici*

Gerekli degil

islemci 1 icin
gerekli

11 adet kapak

Bes adet standart fan

Sekiz adet yUksek
performansli fan

Sekiz adet standart fan

Sekiz adet yiksek
performansli fan
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Tablo 15. Termal kisitlamalar yapilandirmasi (devami)

islemci - islemci/DIMM | DIMM Maksimum DIMM
Yapilandirma adedi ls1 emici dolgu eki dolgu eki kapagi sayisi Fan
CPU=200/205 W igin
iki adet 1U 2 borulu isi Gerekli degil Gerekli 22 adet kapak
emici
CPU <=165 W i¢in
iki adet 1U standart 1sI
PowerEdge emici
RB;‘P (s4at;<it3‘5 CPU=155 W/165 W
sUrUcQU arkada 2 FO icin iki 1U 2 islem Gerekli degil Gerekli 22 adet kapak Sekiz adet standart fan
’ i ¥
2« NVMe kanalli 1s emici
strticl) CPU=200/205W igin
iki adet 1U 2 islem
kanalli 1s emici

®| NOT: *165 W ve 150 W FO, Intel Xeon Gold 6146, 6144, 6244 ve 6246 islemcilerini igerir.

Tablo 16. PMem termal kisitlama yapilandirmasi

Yapilandirma TDP Maks;:::\:lzrl:gc:rtam Fan gereksinimi Isi Emici Gereksinimi
PowerEdge R640 30°C
, o 200/205 W
2,5 ing x10 sabit strticl 350C
(PCle x3) 155/165 W FO*
35°C Yiksek performansl Yiksek performansli isi
3,5 ing x4 sabit stirtict 165 W Gold 6146 i b
(PCle x2/x3) 150 W 6144 ve 6244 56°C
2,5 in¢ x8 sabit struci 150 W Gold 6240Y 3500
(PCle x3/x2)
PowerEdge R640
2,5 ing x10 sabit strtict
(PCle x3)
) Yiksek performansli Yiksek performansli is
3,5 ing x4 sabit stirtic 70ila 165 W 85°C e oo
(PCle x2/x3)
2,5 ing x8 sabit strtict
(PCle x3/x2)

@ NOT: 200 W veya daha yUksek watt degerine sahip sistemler icin PMem'leri takarken, diizglin sogutmayi saglamak ve islemcinin
sistem performansini etkileyebilecek sekilde asir kisitlanmasini énlemek icin 30°C'nin ortam sicakligina uyulmalidir.

Tablo 17. GPU termal kisitlama yapilandirmasi

PowerEdge R640 1,3 yuvalarda 2,5 in¢ sabit

PowerEdge R640 (2,5 inc sabit siiriicii x 8

150 W 6144 ve 6244
150 W Gold 6240Y

performansli isi emici
gerekir

performansli isi emici
gerekir

siiriicii x 10 x2GPU x3GPU)
TDP (Watt)
(Jall o1
50 ﬁ s?ﬁat:";mal 35°C'de termal kisitlama 50 Iﬁ s?t?at:‘;mal 35°C'de termal kisitlama
200/205 W
155/165 W FO* YUksek performansli YUksek performansli
165 W Gold 6146 fanlar ve Yuksek Desteklenmez fanlar ve Ylksek Desteklenmez
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Tablo 17. GPU termal kisitlama yapilandirmasi (devami)

PowerEdge R640 1,3 yuvalarda 2,5 in¢ sabit PowerEdge R640 (2,5 in¢ sabit siiriicii x 8
siiriicii x 10 x2GPU x3GPU)
TDP (Watt)
(Jall o1

50 ﬁ s?ﬁat;';mal 35°C'de termal kisitlama 50 Iﬁ s?t?at:‘;mal 35°C'de termal kisitlama
70ila 165 W Standart fanlar ve Standart fanlar ve

standart IsI emici Desteklenmez standart Isi emici Desteklenmez

gerekir gerekir

®| NOT: PowerEdge R640, 2,5 in¢ x10 sabit strtict kasasinda x3 GPU T4'l (PPGXG) desteklemez.

Ortam sicaklik sinirlamalari

Asadidaki tabloda, 35°C'den duislk ortam sicakligi gerektiren yapilandirmalar listelenir.

®

NOT: Uygun sogutmayi saglamak ve sistem performansini etkileyebilecek asiri islemci calismasini dnlemek icin ortam sicakligi limitine

uyulmalidir.

Tablo 18. Yapilandirma temelli ortam sicakhigi kisitlamalari

Sistem On Arka Panel islemci Termal islemci Is1 Emicisi | Fan Tipi Ortam Kisitlamasi
Tasarim Giicii
PowerEdge R640 |10 x 2,5 ing SAS/ 200 W, 205 W 2 borulu 1U yiksek | YUksek performansh | 30°C
SATA sabit strtctler performansli fan

8 x 2,5 ing SAS/SATA
sabit strlculer

4 x 3,5ing SAS/SATA
sabit surlculer

10 x 2,5 ing SAS/ 165 W 2 islem hath 1U Yiksek performansli | 30°C
SATA ve NVMe standart fan
sUrlcdleri (4, 8, veya -
10) 200 W, 205 W 2 borulu 1U yiksek
performansli

Partikul ve gaz kirliligi teknik ozellikleri

Asagidaki tablo, herhangi bir ekipmanin zarar gérmesini veya partikil ve gaz kirliliginden kaynaklanan arizalari énlemeye yardmci
olan sinirlamalar tanimlamaktadir. Partiktl veya gaz kirliligi seviyeleri belirtilen sinirlamalari asarsa ve ekipmanin hasar gdérmesine veya
arizalanmasina neden olursa, ¢evre kosullarini dizeltmeniz gerekebilir. Cevresel kosullarin iyilestirimesi misterinin sorumlulugundadir.

Tablo 19. Partikil kirliligi teknik degerleri

Partikiil kontaminasyonu Ozellikler

Hava filtreleme %95 Ust guvenlik sininyla 1ISO 14644-1 uyarinca ISO Sinif 8 ile tanmlanan veri
merkezi hava filtrasyonu.

@ NOT: Bu kosul yalnizca veri merkezi ortamlari igin gecerlidir. Hava
filtreleme gereksinimleri, veri merkezi disinda kullanim igin tasarlanmig
BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar icin gecerli degildir.

@ NOT: Veri merkezine giren hava, MERV11 veya MERV13 filtrasyonuna
sahip olmalidir.

iletken toz Havada iletken toz, ¢inko teller veya diger iletken pargaciklar bulunmamalidir.
@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar
icin gecerlidir.
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Tablo 19. Partikil kirliligi teknik degerleri (devami)

Partikiil kontaminasyonu

Ozellikler

Asindirici toz

e Havada agindirici toz bulunmamalidir.

e Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi %60 bagil
nemden az olmalidir.

@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar
icin gecerlidir.

Tablo 20. Gaz kirliligi teknik degerleri

Gaz icerikli kirlenme

Ozellikler

Bakir par¢ca asinma orani

ANSI/ISA71.04-1985 ile tanmlanan bigimde Sinif G1 basina ayda <300 A

GUmUs parca asinma orani

AHSRAE TC9.9 ile tanmlanan bigimde ayda <200 A

®| NOT: Maksimum agindirici kirletici dizeyleri <%50 badil nemde olctimUstr.
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